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Hvbrlder Mikrofluidik-Chio und Verfahren zu seiner Herstelluna 

Die Erfindung betrifft ein Mlkrofluidik-^System, bel dem als trigersubstrat fQr 
z.B. der Manipulation, Selektion, den Transport und/oder Detektion von 
chemrschen Verblndungen, BiomoiekQIen, BiomolekQIkomplexen, blologischen 
Zellen oder ZellbestandteilenZ-bruchstQcken dienenden Elektroden sowie deren 
5 elektri?che Anblndung herkOmmliche Leiterplatinen-Materialien wie z.B. FR4 
(Epoxyd--GlasfBsergewebe), FR5, Teflon und Polylmid verwendet werden. 
Ferner betsifft dfe Erfindung efn VerfBhren zur Herstellung hybridar 
Mlkrofluidik-Chfps unter Verwendung konventioneller Leftarplatlnen und 
Mehrlagentechnik zur elektrisch aktlven Manipulation und Detektion von 
10 chemlschen Verbindungen, BiomoiekQIen, Mikropaitikein oder blologischen 
Zellen. 

Es ist bekannt, als Substrat fQr Mikrofluld-Materlailagen, In denen Mlkrokanaie 
blldende Vertiefungen untersdiiedlicher Tlef^ ausgebildet slnd, Slliziunrr^ Glass 
15 und KunststofF zu verwende'n. DIesa Materiallen lassen sich mittels (soft-) 
Itthographlscher Prozesse und/oder geeigneten Abformverfahren auf den 
Oberfiachen gut beherrschbar und reproduzlerbar strukturleren* 

Die Ausbildung von elektrischen Verbtndungsebenen ist auf bzw. in Silizium, 
20 Glass Oder Kunststoff nur mit erhShtem technologischen Aufwand mogilch; 
dies gilt insbesondere dann, wenn melirere elektrisch leltende Ebenen 
Qbereinander anzuordnen sind, was insbesondere bei komplexen 
Anfbrderungen erfbrderiich sein kann urn ein effektfves Routing der 
elektrischen Leiterbahnen zu ermdglichen. 

25 

KostengQnstige Substrate mlt mehreren elektrisch leltenden (Lelterbahn-) 
Ebenen stnd dagegen aus der konventlonellen Platlnentechnik bekannt. Die 
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Trreversible mechanische Anbindung derarUger Multj-Layer-Platinen an eine 
MFkrokanal-Maten'allage bereitet Jedoch Schw[erigkeiten. 

Efne Aul^abe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur Kopplung von lefcht 
5 handhabbaren mehrlagigan Platinensubstraten mit einer bfokompatibien 
nuldlksubstratkomponente spwie einen derartig erstellten MIkrofluidik-Chip 
anzugeben. j 

I 
I 

Zur Losung dieser Aufigabd wird mit der ErTindung ein VerFiahren zur 
10 Herstellung eines hybrlden Mikroffuldik-Systems vorgeschlagen, das versehen 
fst mit: 

eIner Lelterplatfne, die eine Polymer-Tragerscliicht (Platlnenmaterfal) 
aufweist, wobei mindestens efne Seite der Tragersclitcht mit efner 
elektilsch leitenden Schfcht versehen Jst, die mehrere Elektroden 
15 aufweist, und auf die elekcrisch leitende Sclilcht unter Freilassung 

zumlndest elner der Elektroden eine oder mehrere photolithographisch 
bzw. mitteis Eiektronenstrahl strukturferbare Lack- bzw. Polymerschlcht 
C-en) auf Acryl-, Epoxldharz*-, Phenolharz-, Sliikonharz- i=nuorpolymerbasis 
aufgebracht Ist, und 

20 - einer oder mehrerer Milfrokanal-Materiallage(n) mit einer AuBenseite, in 
die Mlkrakanaie bildend^ VerCiefungen eingebracht slnd, 
wobei di& Materiallage PDMS (Polydimetyislloxan, SYLGARD', DOW 
Coming), andere Organbsiloxane sowie deren PoiymerlsatlonsprDdulcte, 
Sllikone, Polyacrylate (wie z3. PMMA), und/oder Elastomere mtt 

25 sauerstofF- und/oder stlckstofflialQgen funktlonalen Gruppen (z.B. 

Polysulfbn, ^-Imid, -carbonat und/oder -acrylnitri! aufweist, 
wobei die VerUefungen aufwelsende AuBenseite der i^Ikrokanal- 
Materiailage die Photolackschlcht der Leiterplatine derart kontaktiert, dass 
die mindestens eine Elektrode mit einer der VerUefungen fiuchtet und 

30 -* wobei die AuBenseite der I^ateriailage fluiddicht mit der Lack- bzw. 
Polymersdilcht der Leiterplatine verbunden Est. 
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In vorteilhafler weiterbildung der Erfindung 1st vorgesehen, dass die Photo- 
lackschicht das Epoxldharz SU-S® (MlcroChem Corp.)f Bisbenzocyclobuten 
(Cycloten®, DOW) oder CYTOP® (Cyclic Transparent Optical Polymer, Asahi 
Glass Company) aufwelst. 

5 

SchlleBlich kann vorteilhafterwelse die flulddichte Verbindung zwischen der 
AuBenseite der Mikrokanai-Materlallage und der Lack- bzw. Polymerschlcht der 
Leiterplatine Plasma und vorzugsweise SauerstofFplasma unterstQtzt setn. 

10 In welterer vorteilhafter Ausgestaitung der ErfTndung 1st vorgesehen, dass die 
Leiterplatine auf der mindestens eine ihrer beiden Seiten eine mehrtagige 
elektrisch ieitende Schicht mit mehreren gegenelnander elektrisch isolierten 
elektrisch leltenden Schichten aufweist, von denen die oberste die Elektroden 
aufWeist. 

15 

Femer ist es von Vorteil, wenn bel dem erflndungsgemaBen System die Leiter-^ 
platine beidseitfg mit jeweils einer ein-- oder mehrlagigen elektrisch leitenden 
Schicht versehen Ist und Durchkontaktierungsoffnungen zur elektrischen 
Verbindung der elektrisch leltenden Schichten aufvtfeist. 

20 

SchlieBlich kann mit Vorteil vorgesehen seln, dass die Leiterplatine zur 
Ruidanbindung der l^ikrokanale mindestens einen Fluidkanal aufweist, der sich 
von der mit der MIkrokanal-Materiallage verbundenen einen Seite der Leiter- 
platine zu deren gegeniiberiiegenden anderen Seite erstreckt. 

25 

Als besonders vorteflhafte Materialkombination hat sich SU-S'* als Photolack- 
schicht und PDMS als l^iikrokanal-I^ateriallage herausgestellt. 

Die Erfindung betrifft insbesondere rekonfigurierbare Cd.h, schaltbare) Elektro- 
30 denanordnungen auf mehriaglgen PCBs (Printed Qrcuit Boards), die durch eine 
Oder mehrere dQnne, lithograflsch strukturierbare Polymerschichten (z.B. 
Photoresist SU-8®) versehen! sind und als Substrat fOr Mikrofluidik-Systeme 
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elngesetzt werden. Die Polymerschichten fvingieren als biokompatible^ 
planarisferende und andersweitlge physikalisqhe Schutz- und/oder 
Trennschichten, sowie als haftvermltxelndes Substrat zur PDMS-Fluldlkebene 
und konnen zusatzlich als strukturlerbares Material zur Erzeugung von 
5 Mikrokanalen tn der Mlkrofluidik und Ldtstoppmaske fur die BestQckung des 
Platinenmaterials mit elektronlschen Bauelementen dlenen, Mit anderen 
Worten wird also die Hijidlkebene nicht notwendlgerweise durch die 
Mikrokanallage allein sondern zusStzllcii auch durch entsprechende Strukturen 
in der Fdtolackschfcht bestimmt. 

10 

Mit der Konzeption hybrider Biochips auf PCB-Basfs ist es erstmalig gelungen, 
mikrofiuidische Komponenten mit mehreren elektrischen Layem zu kombinie- 
ren. Derartlge Biochips erlduben die online gesteuerte Manipulation von 
elektrlsch geladenen MolekQIen und Mlkropartikeln bel gleichzeltiger optfscher 

15 Oberwachung. Letzteres bildet die Grundiage zur on-chip Integration 
biocHiemischer Standardverfahren wie z,B. der Hybridisierung und AmplHlkation 
von Nukleinsauren. Der Biochip auf der Basis konventloneller 
Leiterplattentechntk erSflriet somit neue Anwendungsfalder Tn den Bereichen 
der blomolekularen Diagnostik und kombinatorlschen Chemie bis hin zur 

20 Mikroreaktionstechnik und evblutiven Biotechnoiogie. 

Integrferte Anwendungen auf Biochips In der Biotechnoiogie sind derzeit limi- 
tiert durch zeltaufwandige Entwlcklungszyklen zur Herstellung anwendungs- 
spezififscher Systeme. Vom Nutzer programmierbare Biochips ermogllchen 
25 mittels digital gepulsten MIkroelektroden einen effizlenten Transport von 
Blomolekulen (DNA, Protelne etc.) Qber Mikrofluldlkkanaie sowohl zu on-chip 
integn'erten Mikroreaktoren als auch Detektionsorten, wobei sich die Blomole-* 
kQle mittels laserfnduzierter Fluoreszenzdetektlon verfblgen lassen, 

30 DIese hybriden Biochips wurden bisher mittels kostenintensiver halbleitertech- 
nologlscher Hersteliungsverfahren gefertlgt, da sIch die fQr mikrofiuidische 
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Anwendungen typlschen StrukturgroBen mit etablierten Verfiahren der Mikro- 
systemtechnik erfolgreich realisieren lieBen. 

Etne Vfelzahl von - hauptsachlfch auf Basis von Silizium, Glas oder 
5 Polydimethylslloxan (PDMS) gefertigten - Mlkrosystemen mit mefst elner 
mikrofluidlschen und/oder elektrischen Ebena zeugen von dieser Entwicklung. 
FQr den elektrokinetlschen MolekQItransport innerhalb dieser fluidischen 
Systeme wird jedoch zunehmend eine hohe Anzahl von on-chip l^ikroelektro- 
denanordnungen benotigt, da die Aktorelektroden auf der Chipkomponente 
10 einzeln angesteuert werden mussen. Letzteres macht das Routing der erfbr- 
derlichen Leiterbahnen auf nur einem elektrischen Layer sehr aufwandig und 
schrdnkt die Skallerbarkeit der Integration enorm ein. 

Um dieses Problem zu vermeiden^ wird das halblelterteclinologisch prozes- 
15 sierte Slltziumsubstrat erfindungsgemaB durch ein PCB ersetzt Damit lassen 
sich kostengunstig mehrere elektrische Lagen realisieren, die es ermoglichen, 
die Mikroelektroden efPektiv zu kontaktieren. Diese neuarUgen Low-Cost- 
Biochips enthalten eine mikrofluldisciie Komponente aus vorzugswelse 
(transparentem) PDI^S und eine Leiterplatine mIt vorzugsweise melireren 
20 elektrischen Ebenen zur einl^chen und skalierbaren Kontakb'erung der 
l^ikroelektroden auf der Oberseite der elektrischen Layer. 

Folgende Ausfuhrungsvarianten der erfindungsgemaBen hybriden PCB-Chips 
sind beispielswelse mfigllch: 

25 

1. Mehriagiges PCB-Substrat mit einer oder mehreren Durchgangsbohrung 
(-en) zur Kontaktlerung der Mikrokanal-Materiallage In PDMS bzw. o.g. 
I^aterialien auf der Oberseite des Chips. 

3 0 2. Mehriagiges PCB-Substrat mit efner oder mehreren 
Durchgangsbohrungen zur Kontaktlerung der MikrokanahMaterialiagen in 
PDMS bzw. o.g. Materialien auf der Ober*- und Unterseite des Chips. 
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3. Mehriagiges PCB-Substrat mit einer oder mehreren 
Durchgangsbotirungen und mit einer oder mehreren MIkrokanal- 
Materiailageii in PDMS bzw. o.g. Materiallen und mit einer MFkrokanale 
aulWefsenden Polymehrschlcht (r.B. SU-8} auf der Oberseite des Chips. 

5 

4. Mehriagtges PCB-Subs;trat . mit Durchgangsbohrungen und zwel 
MIkrokanaI'Materiallagen In z.B. PDMS und einer Mlkrokanalstruktur in 
Z.B. SU-8 auf der Oberseite des Chips. 

10 5. I^ehrlaglges PCB-Subsjtrat mit Durchgangsbohrungen und zwel 
l^lkrokanal-Materiallagen In z.B, PDMS und zwef Mikrokanalstrukturen in 
Z.B. SU-8 auf der Ober- und Unterseite des Chips. 



Die Herstellung des erfindungsgemS5en hybriden Biochlps besteht z. B. aus 
15 einer Komblnatfon von an sich bekannten Strukturlerungs- und Abformver- 
f^hren der Mikrosystemtechni.k. 

• 

Aus konventioneiien Methoden wurden mit dem Substrat Poiylmid ais biokom- 
patlbles I^IterplatCen-Basism^terlal symmetrisch konzfpferte, vierlaglge Piatt- 

20 nen gefertigt, die ein oder mehrere Chips mit Abmessungen von 2,8 cm x 3,2 
cm enthalten. Dieses Fbrmat wurde gewShlt, um etablierte Uthographie- 
prozesse analog der etablierten 4''-WafiertechnoiogIe zu nutzen. Die Durch- 
kontaktlerungen (V/tas) zur Verblndung der einzelnen elektrlschen Ljagen wur- 
den sowohl durch mechanlsct)e als auch L^serbohrungen realfsiert. Die Kupfer^ 

25 Lelterbahnen (DImen5ronen:j Hohe 17,5 pm, Brelte 100 und die 

Elektroden wurden mit einer chemisch Inerten Goldschlcht bededct, um eine 
gute Kompatlbilitat mit den biochemischen Losungen zu gew§hrleisten. Daran 
schlleBt sIch die Besdilchtung und iithographische Struldurierung der 
Polymerschicht an, weiche zum einen zur kompietten Planansierung der PCB* 

30 Oberflache dient, die Lelterbahnen von den Ftuidikkanaien Isoliert und zum 
anderen durch selektive dffhung (Strukturdimension 60 pm x 60 pm) den 
Kontakt der Elektroden zu den mikrofluidlschen ICanSien deflnlert. Als Polymer 
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wurde SU-8 (microresist technologies, Berlin) verwendet, welches sich 
photolithograflsch mit einem exzellenten Aspektverhaltnis strukturleren lasst 
und SiCh nicht zuletzt durch seine biokompatlblen Eigenschaften fOr 
(Bio)MEM5-Anwendungen hervorragend elgnet. 

5 

Die Fabrikation der mlkrofluldlschen Layer erfolgt mittels Mikroabfbrmung von 
einem vorab erzeugten Master. Hierzu werden drei Strukturebenen In SU-8 auf 
einem Siliziumsubstrat erzeugt, aus der nach Abfbrmung mit PDI^S (Sylgard 
184, Dow Coming) Jewells drei diskrete ICanaltiefen resultieren. Entsprechend 

10 Bild 2 wird anschlieBend die in PDMS erzeugte Mikrofluidik durch ein plas- 
maunterstOtAes Bondverfahren dauerhaft und Irreversfbej mit der auf dem 
Elektrodenlayer zuvor auf^ebrachten Polymerschicht verbunden. Nach 
anschlieBender Vereinzeiung der Chips wurden diese mittels StandardTReflow- 
Technik mit einem program mierbaren Logikchip (z.B, FPGA, CPLD, pC) 

15 bestuckt, der als Schnittstelle die Kommunikation zum externen Steuerrechner 
herstelit und die digltaie etektrlsche Kontrolle der Aktorelektroden Qbemfmmt. 

Die wesentlichen neuen Aspekte der ErRndung lassen sich wie fblgt stich- 
punktartig zusammenfassen: 

20 

Konzept 

Ersetzung der Standard-Silizlumtechnologle durch Leiterplatinen als 
Basismateriai fDr mikroflljidische Anwendungen, 
25 - dadurch: 

- kostengunstige Fertigung von elektrisch aktiven Biochips (slehe Rg. 
1). 

- verelnfachtes Routing hochtntegrferter Schaltungen durch mehrlagige 
PCBs, 

3 0 zusatzliche Fluidikebenen durch eingebrachte, iithografisch strulctu- 

rierbare Polymerschicht 



— X 



J x«no /in /nnno ic»oi 
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Integrate Bestandteile (siehe Fig. 2) 

mehiiagige Leiterplatine als Baslsmaterlal (hier im 100 Mm-Design), 
lithografisch strukturierbare Polymerbeschichtung (hfer SU-8), 
5 > Flutd-MateHallage basTerend auf Organosfioxane sowie deren 
Polymerisatlonsprodukte, Slllkone, Polyacrylate (wfe z.B. PMMA) und/oder 
Elastomere mit sauerstoff- und/oder stickstoffhaltigen funkOonalen 
Gruppen (z.B. PoiysuNbn, -Imld, -carbonat und/oder -acryinitrii (hIer 
PDMS), 

10 - prDgrammierbarer Logikchlp zur Steuerung der Bektroden auf dem Chip 
(Z.B. FPGA, CPLD, |jC), 

Connector-Pad (zur extemen Spannungsversorgung) 
Fiuldlk-Steganblndung (zur BefQIIung der MikrokanSle) 

15 Aufgabe der Leiterplatine ' 

ist Basismaterlai (hfer gefertigt aus Polyimid-Verbundmaterral), 
kostengOnstige Standardfertigung ertaubt mehrere elekbische Ebenen; 
individuelle Kontaktierung derElektroden mitgerfngem RoutingaufWand, 
20 - oberster Layer (Elektroden) stellt Kontakb'erung zur Fluidik dar, 

fiingiert Als flufdrsche DurchkontakUerung zur extemen Rufdikanbindung 

Aiilgaben PolymerschichtC-en) 

25 - planarlsiert die OberflMche der Leiterplatine, 

ermogiicht etne vom Platinendesign unabhSngige StrukturgrtiBe der 
Sektroden, 

fsoilert die Leiterbahnen gegenOber den Ruld-KanSlen, 
ermdgllcht ein homogenes Bondverhalten vom PDMS gegenOber dem 
30 Platinenmaten'al, 

dient als LStstoppmaske bei der weiteren Verarbettung 

dlent als anderswelQge physlkallsche Sdiutz- und/oder Trennschlchten 
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Aufgaben der Fluid-Materialiage CPDMS) 

Fertlgung Inri Negativ-Abformverfehren (SofWithographle) mit Hilfe efnes 
5 Masters, 

I5t biQkompatibel, 

kann selbst mehrere fluidische Ebenen enthalten, 

basitrt sehr gute optlsche Eigenschaften zur Online-Ubervrachung 

10 Aufgaben programmierbarer Logikchips (z.B. PPGA# CPLD, |jC) 

ubemimmt die Ansteuerung der Elektroden (belsplelswelse fur den 
elektrokinetischen Transport von BfomolekQIen in den mikrofluidlschen 
Kanalen}, 

15 - stent die Schnlttstelle uber die elektrische Steckverbindung ange- 
schlossenen, extemen Rechner dar 

Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der Erfindung 

20 - Lefterplatine als Baslsmaterial ermdgllcht es erstmalig, mehrere elektri- 
sche Layer auf hybriden Biochlps zu integrieren, 

einfaches Routing komplexer Schaltungen bel nahezu belleblger Skalier- 
barkeit, 

uber die fur die Anwendung angepasste Polymerschicht ist die vertikale 
25 Integration von mikrofluidischen Komponenten und eiektrischen Layem 

auf Platlnenbasis mogllch. 



r 
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ansprOche 

1. Mikrofluidik-System mit 

- einer Lelterplatine, die eine Polymer-TrSgerschidit (Plaanenmaterlal) 
aufwefst, wobei mindestens eine Seite der Tragerschlcht mft einer 
elekCrisch lettenden Schicht ver^ehen i$t, die mehrere Elelctroden 
aufweist, und auf die elektrisch leitende Schicht unter Freflassung 
zumrndest efner | der Elektroden eine Oder mehrere 
photollthographlsch bzw. mittels Elektronenstrahl strukturierbare 
Lack- bzw. Polymerschicht(-en) auf Acryl-^ Epoxidharz, Phenolharz-, 
Siliconharz- Fluorpolymerbasls aufgebracht 1st, und 

- einer oder mehrerer MikrokanahMateriallage(n) mIt einer AuBenselte, 
in die l^ikrokanSle bildende Vertleaingen elngebracht sind, 

- wobel die l^ateriallage PDI^S (Polydimetylslloxan, SYLQARD®, DOW 
Coming), andere Organoslloxane sowFe deren 
Poiymerisationsprodukte, Sllikone, Polyaoylate (wie z.B. PMMA), 
und/oder Elastomere mit sauerstoff- und/oder stickstoffhaitigen 
funktlonalen Gruppen (z.B. Polysulfon, -imid, -carbonat und/oder - 
acrylnitrii aufweist, 

wobel die Vertiefungen aufwelsende AuBenseite der Mikrokanal- 
Materiallage die Photolackschicht der Leiterpiatine derart kontaicttert, 
dass die mindestens zwei Eiektroden mit jeweiis einer der 
Vertiefungen fluchtet und 

- wobei die AuBenselte der I^atertatlage fiuiddicht mit der Lack- bzw. 
Polymerscbicht der Ueiterpiatine verbunden ist. 

2. i^Jkrofiuidlk-System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Photolackschicht das Epo?ddharz SU-8* (l^icroChem Corp.)f 
Bisbenzocydobuten (Cydoteno, DOW) oder CYTOP* (Cyclic Transparent 
Optical Polymer, Asahi Glass Company) aufweist. 
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3. Mikrofluidik-System nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnetr dass die Herstellung einer fluiddichten Verbindung 
zwischen der AuBenseite der MikrokanahMateriallaga und der Lack- bzw. 
Polymerschicht der Leiterplatine Plasma unterstutzt ist» 

4. Mikrofluidik-System nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet^ dass die Leiterplatine auf der mindestens eine ihrer beiden 
Selten eine mehriagige elektrisch ieitende Schicht mit mehreren gegen- 
einander elektrisch isolierten elektrisch leitenden Schichten aufweist, von 
denen die oberste die Elektroden aufweist. 

5, Mikrofluldlk-System nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiterplatine beidseitig mit Jewells einer ein- oder 
mehrlagigen elektrisch leitenden Schicht versehen ist und Durchkontak- 
tierungsoffhungen zur elektrischen Verbindung der elektn'sch leitenden 
Schichten aufweist^ 

6, MIkrofluidik-System nach einem der Anspruche 1 bis 5^ dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiterplatine zur Fluidanbindung der l^likrokanale min- 
destens einen i=lufdkana'l aufweist^ der sich von der mit der Mikrokanal- 
Materiallage verbundenen elnen Seite der Leiterplatine zu deren gegen- 
uberliegenden anderen Seite erstreckt* 

7- Mikrofluidlk-System nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet^ dass in die Polymer-Trigerschicht bzw. in mindestens 
etne der PoIymer-TrSgersdiichten Mikrokanale bildende Vert3ei=ungen 
ausgeblldet sind, und zwar vorzugsweise durch lithographische 
Strukturierung. 

8. Verfehren zum Herstellen elnes Mikrofluidik-Systems, insbesondere nach 
einem der vortiergehenden Anspruche, mit den folgenden Schritten: 
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Bereitstellen einer Leiterplatlne, die eine Polymer-Tragerschicht 
(Platinenmateilal) aufVvei'st, wobei mindestens eine Seite der 
TrSgerschicht mit einer eleictrisch leitenden Schlcht versehen ist, die 
mehrere Elelctroden aufweist, 

- Aufbringen einer Oder mehrerer Lacic* brw. Polymerschicht(en) auf 
Acryl-, Epoxidliarz-, Phenolharz-, Sililconharz* bzw. 
Huorpolymerbasis, I 

- Strulcturieren der ' Lack- bzw. Poiymerschlcht(en), und zwar 
fbtolitlnographisch bzw. mittels Elelctronenstrahi, zur Erzeugung von in 
der Lacic- bzw. Polymer5chicht(en) frefgelegten Elelctroden, 

- Bereitstellen einer Oder mehrerer Mikrokanal-I^atenallage(n) mit 
jeweils einer AuBenseite, in die l^ikrokanale bildende Vertiefungen 
eingebracht sind, und 

- Verbonden der AuBenseite jeder i^ikrokanal-l^ateriallage mit einer der 
Lack- bzw. PolymersdniditCen) auf der Leiterplatine zum fluiddichten 
Verbinden balder, wobel mindestens zwe! der Eleictroden mit Jewells 
einer der Vertiefungen der l^lkrokanahMateriallage(n) fluditet. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Hvbrider Mikrofluiclik-Chlo und Verfahren zu seiner Hersfcglltin- 

Der hybride elektrisch aktlve Blochip ist versehen mlt einer Lelterplatine^ die 
eine Polymer-Tragerschlcht aufweist^ wobei mindestens efne Seite der 
Tragerschicht mlt einer elektrisch leitenden Schicht versehen ist^ die mehrere 
Bektroden aufweist, und auf die elektrisch leltende Schicht unter Freilassung 
zumindest einer der Elektroden eine oder mehrere photolithographisch bzw. 
mittels Elektronenstrahl strukturierbare Lack- brw, Polymerschlcht(-en) auf 
Acryl-, Epoxidharz, Phenolharz-r Slliconharz- Ruorpolymerbasls aufgebracht 
[5t,. Ferner welst das Mikrofluldik-System eine Mikrokanal-Materiallage mlt 
einer AoBenseite auf^ in die Mlkrokanale bildende Vertiefungen eingebracht 
sind, wobei die Materiallage PDMS (Polydimetylsiloxan^ SYLGARD*^^ DOW 
Coming)^ andere Organositpxane sowJe deren PolymerisationsprQdukte, 
Slllkone^ Polyacrylate (wie z.B. PMMA)^ und/oder Elastomere mlt sauerstoff- 
und/oder stickstoffhaitigen fiinktlonalen Gruppen (z.B. Polysulfon^ -Imidr - 
carbonat und/oder -acrylnltril aufweist, wobei die VertiefUngen aufweisende 
AuBenseite der Mikrokanal-Materiallage die Photolackschicht der Leiterplatine 
derart kontaktiert, dass die mindestens zwef Elektroden mlt jeweils einer der 
Vertiefungen, die durch die lithographisch stnjkturierte Lackschicht reaiislert 
werden, fluchtet und wobei die AuBenseite der Materiallage fluiddicht mft der 
Lack- bzw- Polymerschlcht der Leiterplatine verbunden Ist. 

(Fig. 2) ; 
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